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CARTE A PUCE ET PROCEDE DE FABRICATION. 

La presente invention se rapporte au domaine technique des modules 

electroniques, aux precedes de fabrication d'un module electronique, ainsi qu'aux 

5 dispositifs electroniques, en particulier aux cartes a puce, comportant au moins un 

module electronique. Plus precisement, 1'invention se rapporte aux modules 

electroniques securises. 

De fa?on generale, les modules electroniques sont formes par un film support 

10 dielectrique sur lequel est laminee une couche metallisee. Sur la face opposee a la 

couche metallisee est collee une puce electronique connectee a differentes zones de la 

couche metallisee. 

Dans un dispositif electronique, le module electronique est colle dans une cavite 

prevue a cet effet dans le corps du dispositif. 

15 Ce genre de module electronique trouve application notamment dans les cartes a 

puces. 

Generalement, afin de proteger la puce electronique ainsi que ses connectiques 

la reliant aux differentes zones de la couche metallique, une encapsulation est realisee 

20 par moulage d'une resine protectrice sur le module electronique. Cette encapsulation est 

habituellement realisee en resine epoxy ou composants de moulage epoxy (Epoxy Mold 

Compound ou EMC) qui sont de couleur foncee. Les corps de carte dans lesquels sont 

implantes les modules electroniques sont quant a eux generalement realises en matiere 

plastique de teinte claire, ce qui conduit par contraste a une visibility du module 

25 electronique au travers du corps de carte. 

Dans le domaine des cartes a puce haut de gamme, le fait que le module 

electronique soit visible au travers de la carte n'est pas accepte pour la 

commercialisation. II existe cependant des EMC de couleur claire qui seraient invisible 

30 au travers de la carte, cependant ces derniers sont tres couteux et difficiles a mettre en 

oeuvre. En effet, ces EMC ont tendance a adherer au moule et il est necessaire d'arreter 
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frequemment la chaine de production pour nettoyer le moule, augmentant de fait les 

couts. 

Le probleme de visibility du module electronique au travers du corps de carte 

5 . pourrait egalement etre evite par l'apposition d'une couche de personnalisation sur le 

dos de la carte a puce, rendant de fait invisible le module electronique. Cependant, pour 

certains types de cartes securisees, le dos de la carte est recouvert d'une couche de 

securite transparente sur laquelle n'est appliquee aucune couche opaque afin justement 

de garantir la securite de la carte. 

10 

Un des buts de la presente invention est done de remedier au moins 

partiellement aux inconvenients de l'art anterieur et de proposer une carte a puce ainsi 

que son procede de fabrication permettant une invisibilite du module electronique au 

travers de la carte. 

15 

Ainsi, la presente invention concerne une carte a puce comportant un corps de 

carte et un module electronique place dans une cavite du corps de carte et comportant en 

outre au moins une couche coloree placee entre le module electronique et le fond de la 

cavite du corps de carte. 

20 

Selon un aspect de l'invention, la couleur de la au moins une couche coloree est 

identique a la couleur du corps de carte. 

Selon un autre aspect de l'invention, le module electronique comporte une resine 

25 de protection et au moins une couche coloree est portee par ladite resine de protection. 

Selon un autre aspect de l'invention, au moins une couche coloree est portee par 

le fond de la cavite du corps de carte. 

30 Selon un autre aspect de l'invention, la au moins une couche coloree est realisee 

par impression d'une encre. 
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La presente invention concerne egalement un procede de fabrication d'une carte 

a puce comportant un corps de carte et un module electronique place dans une cavite du 

corps de carte, caracterise en ce que ledit procede de fabrication comporte au moins une 

etape d'application d'au moins une couche coloree entre le module electronique et le 

5 fond de la cavite du corps de carte. 

Selon un aspect du procede selon l'invention, au moins une etape d'application 

de la au moins une couche coloree est realisee sur le fond de la cavite du corps de carte. 

10 Selon un autre aspect du procede selon l'invention, le module electronique 

comporte une resine de protection et la au moins une etape d'application de la au moins 

une couche coloree est realisee sur ladite resine de protection. 

Selon un autre aspect du procede selon l'invention, l'etape d'application de la au 

15 moins une couche coloree est realisee lors du procede d'encapsulation, entre une etape 

d'encapsulation du module electronique et une etape de controle dudit module 

electronique. 

Selon un autre aspect du procede selon l'invention, l'etape d'application de la au 

20 moins une couche coloree est une etape d'impression d'une encre. 

Selon un autre aspect du procede selon l'invention, l'etape d'impression est 

realisee par tampographie. 

25 D'autres caracteristiques et avantages de l'invention apparaitront plus clairement 

a la lecture de la description suivante, donnee a titre d'exemple illustratif et non 

limitatif, et des dessins annexes parmi lesquels : 

- la figure 1 montre une representation schematique en coupe d'un module 

electronique insere dans un corps de carte, 

30 - la figure 2 montre un organigramme des differentes etapes d'un procede de 

fabrication d'un module electronique et d'une carte a puce. 
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Les elements identiques sur toutes les figures sont indiques par les memes 

numeros de references. 

La figure 1 montre une representation schematique en coupe d'un module 

5 electronique 1 insere dans un corps de carte 15. Le module electronique 1 comporte un 

film support dielectrique 3 ayant au moins une zone de contact electrique 5 sur une face, 

et ayant sur la face opposee une puce electronique 7 reliee a ladite au moins une zone de 

contact electrique 5 par des connectiques 9 passant par des orifices 11 au travers du film 

support 3, ladite puce electronique 7 et les connectiques 9 etant recouvertes par une 

10 resine de protection 8 par exemple de type epoxy. 

Le corps de carte 15 comporte quand a lui une cavite 17 dans laquelle est place 

le module electronique 1 de telle sorte que la face portant la zone de contact electrique 5 

est orientee vers 1'exterieur de la cavite 17. Le module electronique 1 est generalement 

15 maintenu a l'interieur de la cavite 17 au moyen d'adhesif (non represents). 

Entre la resine de protection 8 et le fond de la cavite 17 du corps de carte 15 est 

place au moins une couche coloree 13. Cette couche coloree 13, de raeme couleur que le 

corps de carte 15, est suffisamment 

20 electronique 1 au travers du corps de 

opaque pour diminuer la visibility du module 

carte 15. En effet, les resines de protection 8 

utilisees pour recouvrir la puce electronique 7 et ses connectiques 9 sont generalement 

de couleur sombre, alors que le corps de carte 15 est de couleur claire. L' addition d'au 

moins une couche coloree 13 entre ces elements permet ainsi de camoufler la couleur de 

la resine de protection 8 et done de dissimuler la presence du module electronique 1 au 

25 travers du corps de carte 15. 

Une couche coloree 13 peut etre portee par le module electronique 1, plus 

precisement par la resine protectrice 8 de ce dernier, par le fond de la cavite 17 du corps 

de carte 15 ou encore par les deux en meme temps si plusieurs couches colorees 13 sont 

30 presentes entre le module electronique 1 et le fond de la cavite 17. DansTexemple 
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presente par la figure 1, une seule couche coloree 13 est presente entre la resine de 

protection 8 et le fond de la cavite 17 du corps de carte 15. 

Cette couche coloree 13 est preferentiellement realisee par impression d'une 

5 encre opaque, classiquement utilisee dans le domaine des cartes a puces et de couleur 

identique au corps de carte et formant une couche d'epaisseur de l'ordre de 10 a 15 |im. 

Dans le cas ou une couche coloree 13 est portee par la resine protectrice 8, 1'encre 

utilisee est une encre connue de 1'homme du metier et qui peut adherer a la resine de 

protection 8. Dans le cas ou une couche coloree 13 est portee par le fond de la cavite 17, 

10 l'encre utilisee sera alors une encre connue de 1'homme du metier qui peut adherer a la 

matiere dans laquelle est realisee le corps de carte. 

La figure 2 montre un organigramme d'un procede de fabrication d'une carte a 

puce comportant un module electronique 1 place dans une cavite 17 d'un corps de carte 

15 15 et comportant au moins une couche coloree 13 placee entre la resine de protection 8 

du module electronique et le fond de la cavite 17 du corps de carte 15. 

Les premieres etapes 100 et 200, connues de 1'homme du metier, sont 

respectivement des etapes de foumiture des elements constituant la carte a puce finale. 

20 

II s'agit d'une etape 200 de fourniture d'un module electronique 1 comportant 

un film support dielectrique 3 ayant au moins une zone de contact electrique 5 sur une 

face, et ayant sur la face opposee une puce electronique 7 reliee a ladite au moins une 

zone de contact electrique 5 par des connectiques 9 passant par des orifices 11 au 

25 travers du film support 3 et d'une etape 100 de fourniture d'un corps de carte 15 

comportant une cavite 17. Generalement, ces fournitures d'elements se font sous forme 

de bobines et font partie du procede de fabrication standard connu de 1'homme du 

metier. 
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Suite a l'etape de fourniture 200 du module electronique 1, un procede 

d'encapsulation 210 classique et connu de 1'homme du metier est realise sur le module 

electronique 1. 

5 Ce procede d'encapsulation 210 peut comporter notamment une etape 

d'encapsulation 202 realisee sur le module electronique 1, Cette etape consiste en une 

application de resine de protection 8 sur le module electronique 1, par exemple au 

moyen d'un moule venant recouvrir la puce electronique 7 et ses connectiques 9 et dans 

lequel est injecte une resine epoxy. 

10 

Suite a l'etape d'encapsulation 202, une etape de controle 206 du module 

electronique 1 est realisee. Cette etape est une etape classique dans un procede 

d'encapsulation et sert essentiellement a verifier visuellement la qualite de 

1' encapsulation. 

15 

Intercalee entre l'etape d'encapsulation 202 et l'etape de controle 206, une etape 

supplemental d'application 204 d'une couche coloree 13 sur la resine de protection 8 

est realisee. Cette etape d'application 204 consiste notamment en une application sur la 

resine de protection 8 d'une couche coloree 13 d'une couleur identique a la couleur du 

20 corps de carte 15. 

Cette etape d'application 204 est realisee juste apres l'etape d'encapsulation 202. 

Plus precisement, dans la chaine de production et a la suite de l'unite de production 

realisant 1'encapsulation lors de l'etape 202, une unite d'application est installee et 

25 realise l'application de la couche coloree 13. Le fait que l'application de la couche 

coloree 13 se fasse a ce moment permet de reduire l'impact de l'etape application 204 

sur le temps et les couts du procede de fabrication d'une carte a puce connu de 1'homme 

du metier. 
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L'unite d'application peut, par exemple et preferentiellement, etre une unite 

d'impression par tampographie (ou stamping en anglais), c'est-a-dire une unite ou un 

tampon encreur vient recuperer de 1'encre sur une source et la deposer sur la resine de 

protection 8, formant une couche d'une epaisseur de l'ordre de 10 a 15(.im. Un meme 

5 tampon encreur peut effectuer cette impression sur plusieurs modules electroniques 1 

simultanement. Neanmoins, l'unite d'application peut tout a fait etre une unite 

d'impression par serigraphie, jet d'encre, une unite d'application d'une couche coloree 

13 autocollante, ou tout autre moyen connu de 1'homme du metier. 

10 Parallelement et optionnellement, suite a l'etape 100 de fourniture du corps de 

carte 15, une autre etape d'application 104 d'une couche coloree 13 peut etre realisee au 

fond de la cavite 17 du corps de carte 15. Cette autre etape d'application 104 peut 

egalement etre realisee par une unite d'impression par tampographie, serigraphie, jet 

d'encre, une unite d'application d'une couche coloree 13 autocollante, ou tout autre 

15 moyen connu de I'homme du metier. 

La derniere etape 300 du procede de fabrication d'une carte a puce consiste en 

une etape classique d'encartage, c'est-a-dire de mise en place et de fixation du module 

electronique 1 dans la cavite 17 du corps de carte 15. 

20 

Ainsi, on voit bien que la carte a puce selon l'invention permet de diminuer la 

visibility du module electronique 1, notamment de sa resine de protection 8, au travers 

du corps de carte 15 du fait de la presence d'au moins une couche coloree 13 placee 

entre le fond de la cavite 17 du corps de carte 15 et le module electronique 1. De plus la 

25 mise en place de cette couche coloree 13 a un impact limite sur le temps et les couts de 

production du fait qu'elle est effectuee lors du processus d'encapsulation 210. 
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REVINDICATIONS 

1. Carte a puce comportant un corps de carte (15) et un module electronique (1) 

place dans une cavite (17) du corps de carte (15), caracterise en ce qu'elle 

comporte en outre au moins une couche coloree (13) placee entre le module 

electronique (1) et le fond de la cavite (17) du corps de carte (15). 

2. Carte a puce selon la revendication 1, caracterise en ce que la couleur de la au 

moins une couche coloree (13) est identique a la couleur du corps de carte (15). 

3. Carte a puce selon la revendication 1, caracterise en ce que le module 

electronique (1) comporte une resine de protection (8) et qu'au moins une 

couche coloree (13) est portee par ladite resine de protection (8). 

4. Carte a puce selon la revendication 1, caracterise en ce qu'au moins une couche 

coloree (13) est portee par le fond de la cavite (17) du corps de carte (15). 

5. Carte a puce selon la revendication 1, caracterise en ce que la au moins une 

couche coloree (13) est realisee par impression d'une encre. 

6. Procede de fabrication d'une carte a puce comportant un corps de carte (15) et 

un module electronique (1) place dans une cavite (17) du corps de carte (15), 

caracterise en ce que ledit procede de fabrication comporte au moins une etape 

d'application (204) d'au moins une couche coloree (13) entre le module 

electronique (1) et le fond de la cavite (17) du corps de carte (15). 

7. Procede de fabrication selon la revendication 6, caracterise en ce qu'au moins 

une etape d'application (204) de la au moins une couche coloree (13) est realisee 

sur le fond de la cavite (17) du corps de carte (15). 

8. Procede de fabrication selon la revendication 6, caracterise en ce que le module 

electronique (1) comporte une resine de protection (8) et qu'au moins une etape 
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d'application (204) de la au moins une couche coloree (13) est realisee sur ladite 

resine de protection (8). 

9. Procede de fabrication selon la revendication precedente, caracterise en ce que 

l'etape d'application (204) de la au moins une couche coloree (13) est realisee 

lors du procede d'encapsulation (210), entre une etape d'encapsulation (202) du 

module electronique (1) et une etape de controle (206) dudit module 

electronique (1). 

10. Procede de fabrication selon la revendication 6, caracterise en ce que l'etape 

d'application (204) de la au moins une couche coloree (13) est une etape 

d'impression d'une encre. 

11. Procede de fabrication selon la revendication precedente, caracterise en ce que 

l'etape d'impression est realisee par tampographie. 


